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前  言

  GB/T5019《以云母为基的绝缘材料》分为以下几部分:
———第1部分:定义和一般要求;
———第2部分:试验方法;
———第3部分:换向器隔板和材料;
———第4部分:云母纸;
———第5部分:电热设备用云母板;
———第6部分:聚酯薄膜补强B阶环氧树脂粘合云母带;
———第7部分:真空压力浸渍(VPI)用玻璃布及薄膜补强环氧树脂粘合云母带;
———第8部分:玻璃布补强B阶环氧树脂粘合云母带;
———第9部分:单根导线包绕用环氧树脂粘合聚酯薄膜云母带;
———第10部分:耐火安全电缆用云母带;
———第11部分:塑型云母板。
本部分为GB/T5019的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB/T5022—1998《电热设备用云母板》,与GB/T5022—1998相比存在如下差异:
———按产品所用云母基材和胶粘剂种类的不同,将产品分为六种类型。并增加了相应产品的厚度

和性能的要求值;
———删除了“试验方法”和“检验规则”;
———增加了“供货形式”(见第8章);
———将“标志、包装、运输、贮存”改为“标志”;
———增加了附录A。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60371-3-3:1983《以云母为基的绝缘材料规范 第3部分:单

项材料规范 第3篇:电热设备用云母板规范》。
本部分与IEC60371-3-3:1983相比存在如下差异:
———删除了国际标准的前言和引言;
———精简了其范围内容;
———增加了第2章“规范性引用文件”;
———增加了第3章“产品分类”;
———对IEC标准的性能表“试验方法章条号”一栏进行了重新编排;
———增加了资料性附录A。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国绝缘材料标准化技术委员会(SAC/TC51)归口。
本部分起草单位:桂林电器科学研究院有限公司。
本部分主要起草人:罗传勇、赵莹。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T5022—1985、GB/T5022—1998。

Ⅰ

GB/T5019.5—2014



以云母为基的绝缘材料

第5部分:电热设备用云母板

1 范围

GB/T5019的本部分规定了以剥片云母或云母纸为基的电热设备用云母板的分类、要求、供货形

式和标志。
本部分适用于用剥片云母或云母纸以合适的胶粘剂粘合而成的云母板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5019.2—2009 以云母为基的绝缘材料 第2部分:试验方法(IEC60371-2:2004,MOD)

3 产品分类

产品根据其组成按表1分类。

表1 电热设备用云母板

类 型 组 成

HS1
HS2
HS3
HP4
HP5
HP6

剥片白云母、有机胶粘剂

剥片金云母、有机胶粘剂

剥片白云母、有机硅树脂胶粘剂

云母纸、有机胶粘剂

云母纸、有机硅树脂胶粘剂

云母纸、无机胶粘剂

4 一般要求

电热设备用云母板应硬度均匀,无斑点和外来杂质。
剥片云母的分级和外观以及云母纸和胶粘剂的种类由供需双方商定。

5 缺陷和导电粒子

缺陷和导电粒子可接受的形式和数量由供需双方商定。
注:GB/T5019.2—2009中对缺陷和导电粒子的检测方法待定。
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